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Cmaskax 1 BuHTbi X 4

Push-pin position

For LGA1155/1156 For LGA1366

®ukcaTop AMD x 2 ®ukcatop LGA1155/LGA1156/LGA1366 x 2
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XOMyTbl LUNAHIOB X 8
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Oxnaxpaamwas XMakocTb MHoropasoBsas BopsiHas Tpy6ka Wtekep GbicTpopasbemMHoro
o6bemom 1000 ky6. cm X 1 ByTbinka x 1 400cm x 1 coeAnHeHNs x 2

OTansbl YyCTaHOBKWU

BHUMAHWE!

O6paTnTe BHMMaHWE Ha criefyioline MOMEHTbI:

1. HE oTKpbIBaiTe KpbILKY EMKOCTW ANS XUAKOCTU BO BpeMsi paboTbl CUCTEMBI.

2. Bo Bpems 3aMeHbl oxnaxpatoLei XnaKoCcTN OTKPOMTE KpbILIKY eMKOCTU Yepe3d 30 MUHYT nocne
BbIKIIOYEHNS CUCTEMBI.

3. MomMumo nepBOit 3anpaBku oxnaxaatoLen XXUAKoCTH, Kaxablil pa3 4oXuaanTech BbIKNOYEHUs
CUCTeMbl NPY ONMBKE OXNaXAatoLen X1MaKoCTn.

2-1 3T1an 1. YcTaHoBKka Bogob6noka Ha LI
YcTtaHoBka ana LGA775/LGA1155/LGA1156/LGA1366

3akpenute dpukcatop LGA775 (D) unu pukcatop
LGA1155/LGA1156/LGA1366 (F) Ha ocHoBaHuu Bogo6noka LIM (A)
c nomotybto BuHTa (C).

Oepxute 3axum pukcatopa LGA775
(D) nnun doukcaTtopa
LGA1155/LGA1156/LGA1366 (F) B
npefycTaHOBNEHHOM MOJIOXEHUN.

HanecwuTe Ha LM ToHKWIA cnon
Tepmocmasku (B).

YcTaHoBUTe cobpaHHbIli BOJ0GNOK Ha NpoLeccop v 3aTeM
HaXMUTE Ha 3aXUMm Tak, 4yTOObI pasfancsa wen4yok.

CoBeT. [Ins paBHOMEpHOro pacrnpeaeneHus ycunus
HaXumarTe Ha 3aXuM no anaroHanu.

3akpenute pukcatop AMD
(E) Ha ocHOBaHuu HaHecwuTe Ha LIM ToHkuni cnoii
Boao6noka (A) BuHTtamu (C). Tepmocmasku (B).

YcTtaHoBuTe cobpaHHbIi Bogobnok Ha npoueccop.

BbipoBHsiliTe 06e CTOPOHbI (hUKCATOPOB MO 3aXUMam pambl
KpenneHua, a 3atemMm NnoBepHUTe CDIIIKCaTOp no YacoBoW
CTperke, 4TOGbI OH HaZeXHOo 3aKpenurcs B 3aXxXumax.




WL

=35 3 5 = =5 =
i
?ﬂ

I
Tun A (nogkniyeHne sBogobnoka v paguatopa)

1

YcTaHoBUTe XxoMyT WwnaHra (G) Ha BoasiHyto Tpy6Kky (J).

3aTsaHMTE XOMyThl WnaHros (G) nnockorybuamu.

Onpepnenute AnNVHY CaMoCTOATENBHO. 3aTeM COOTBETCTBY 0L UM
o6pa3om 06pexbTe TPyOKy.

Tun B (ansa 6blcTpOpa3beMHOro cCoeiIMHEHNA)

YcTtaHoBuTe XxoMyT wnaxra (G) n BcTaBbTe WTEkep
6bicTpopasbeMHoro coeguHeHus (K) B Tpy6Gky.
3aTaHuTe xomyT wnaHra (G) nnockorybuamm.

MoacoeanHUTE 4-KOHTaKTHbIV pasbem
Hacoca n BeHTUnaTopa K 6J'IOKy
nnuTaHunsa.

YcTaHoBUTe GbICTPOPa3bEMHOE COEUHEHNE.

Mpw BKAKYEHUN NUTAHUSA

OTKPOMITE KPbILLKY 3anonHuTE EMKOCTb YcTtaHoBuTe
eMKOCTMW ANS XUAKOCTU.  oxnaxgarouei nepeknoyaTens nuTaHns YPOBEHEKNAKOCTA NOHUIUTCA.

MpoponxaiiTe 3anueatb
KUAKOCTbIO. MK B nonoxexune
oxnaxaawLlyr XUAKocTb A0

MNOMHOrO 3an0fIHEHNA EMKOCTU.

7 8

Y6eautecsb, 4To 3aKpoiiTe KpbILKY OTperynupynTe ckopocTb YCTaHOBUTE

XNOKOCTb B prﬁKe €MKOCTN ANA XUOAKOCTHU. BEHTUNATOpAa. nepeknw4vartenb NnUTaHusa
TeYeT HEMpepbIBHO U MK B nonoxeHue
paBHOMEPHO. BbIKITHOYEHUS.

BHMMAHWE!

1. Ecnu B Tpy6ke 06pasytoTcsi Ny3bipbku, OCTOPOXHO
nocTyynTe no Tpy6Ke 40 NX NOMHOTO NCYE3HOBEHUS.

2. Mo 3aBeplieHUN ycTaHOBKN y6eanTech, 4To Tpy6ku
He neperunbatoTcs.




YcTtaHoBuTe nepeknw4yatenb NnUTaHusa MK B nonoxeHue BKNOYEHUS.

EmMKocTb Ans Boabl

PerynspHo npoBepsifiTe ypoBEeHb BOAbl B EMKOCTU.
Ecnu ypOB€Hb BOAbl HAXOAUTCA HUXE OTMETKU
HW3KOro YPOBHS, ANA 3aMeHbl oxnaxaatwoouien
XKXUOKOCTU BbINONMHUTE ,CleIZCTBI/I‘iI AyHKTa 4B
pykoBoacTBe. (YpoBeHb BOAbI HACTOATENbHO
pekomeHOyeTCcA NpoOBepATb OAVH pa3 B MeCSlLl.)

Tpy6ku B cucteme He AOMXHbI nepernbartbes.
Mpyn Heo6xoaMMOCTY 3aMeHUTE TPyGKHU.

Bonpochl n oTBETHI

B. YpoBeHb oxnaxagatoLen XXuakocTn NoHuxaeTcs. YTo NPOUCXOANT U YTO MOXHO
coenatb?

O. B oxnaxpatoweii xugkoctn Performance Coolant, noctaBnsiemMoi ¢ OCHOBHbIM 6110KOM,
COAEepXNTCA MaTepuan Ha BOAHOW OCHOBE, KOTOPbI NOABEpraeTca eCTeCTBEHHOMY
ncnapeHuio. B 3aBUCMMOCTH OT YyCNOBUI MCNONb30BaHUS N OKpYyXKatoLen cpeabl
oxnaxpgatwLias XngkocTb MOXeT 3akaHYMBaTbCA. OTO ABNAETCSH HOpManbHbIM. Ans
obecneyvyeHns HaMBbICLIE MPON3BOANTENBHOCTU HACTOATENBHO PEKOMEHAYETCS 3aMEHSATh
oxnaxaaroLLyo XnaKkocTb Kaxable 6 mecsues.

B. Kak yacto Heo6xoQnMMo 3aMeHsATb oxnaxaawwyr XngKkocTtb B cucteme?

O. B 3aBucumMocCTM OT yCJ’lOBVIl7I ncnonb3oBaHNAa Unu 0pr)Kal0LL[eIZ cpeabl gnsa obecneyveHusn
onTUmManbHoOWM npon3BoOAUTENIbHOCTU HACTOATENTbHO peKOMEeHAYeTCA NPpOBepPATb YPOBEHb
XXUAKOCTM 0AMH pas B Mecsal. Ecnu YPOBEHb XNOKOCTN HAXOANTCA HUXEe OTMETKU HU3KOro
YPOBHA, ANA 3aMeHbl oxnaxpgatowen XnakocTun BbINONHUTE AEACTBUSA AYyHKTa 4.

TUR

Bilesen k

Vidalar x4

Push-pin position

For LGA1155/1156 For LGA1366

AMD Kelepgesi x 2 LGA1155/LGA1156/LGA1366 Kelepgesi x 2

Hortum Klipsleri x 8
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1000 c.c. Sogutma Yedek Sisesix 1 Su Hortumu 400cm x 1 Hizli Baglant
sivisi x 1 Konektorii x 2

Kurulum adimlari

DIKKAT

Lutfen asagidakilere dikkat edin,

1. Sistem acgikken, sivi deposunun kapagint AGCMAYIN.

2. Sogutma sivisini degistirirken, depo kapagini sistem kapandiktan 30 dakika sonra agin.

3. ik sogutma sivisini doldurmaya ek olarak, sogutma sivisinin her yeniden doldurulusunda
sistemin kapandigindan emin olun.

LGA775/LGA1155/LGA1156/LGA1366 Kurulumu

LGA775 Kelepgesini (D)/ LGA1155/LGA1156/LGA1366 Kelepgesini
(F), CPU Su Blokunun (A) tabaninda Vidayla (C) sabitleyin.




TUR

LGA775 Kelepgesinin (D)/
LGA1155/LGA1156/LGA1366
Kelepgesinin (F) kilit aygitini nceden
takildigi pozisyonda tutun.

CPU’nun tizerine ince bir
Termal Yag(B) tabakasi surtn.

Birlestirilen su blokunu islemcinin tGizerine yerlestirin ve daha
sonra, kilit aygitlarini bir “tik” sesi duyana kadar itin.
Ipucu: Bastirirken giicii esit olarak dagitmak igin kilit aygitlarini

capraz bir sekilde itin.

AMD Kelepgesini (E)
vidalarla (C) Su Bloku (A)
tabanina sabitleyin.

CPU’nun Gzerine ince bir
Termal Yag(B) tabakasi sirin.

Birlestirilen su blokunu islemci Gzerine yerlestirin.

Kelepgenin her iki tarafini tutma ¢ergevesinin kapagina hizalayin
ve her iki kelepge de kapaklarin tizerinde siki bir sekilde
sabitleninceye kadar ayni anda saat yoninde dénddrin.

1

Hortum klipsini (G) Su Borusuna (J) yerlestirin.

k l Hortumu su blokuna veya sogutucuya baglayin.

Hortum Klipslerini (G) penseyle sikin.

Lutfen uzunlugu kendiniz belirleyin. Daha sonra,
hortumu bu mesafeye uygun bir sekilde kesin.

B tipi (hizli baglanti konektdrii icin baglanti)

Hortum Klipsini (G) ve Hizli Baglanti Konektorini
(K) boruya takin. Hortum Klipsini (G) penseyle sikin.




TUR

Pompanin ve fanin 4 pimli konektérini
glic kaynagina baglayin.

Hizli baglanti konektoriini baglayin.

Sivi deposunun Depoyu sogutma
kapagini agin. sivisiyla doldurun.

Kisisel bilgisayar gli¢ Sistemi actiginizda sivi diizeyi

anahtarini agin. diser; lutfen depo tamamen
doluncaya kadar sogutma sivisi
doldurmaya devam edin.

8

Latfen sivinin hortumda ~ Sivideposunun kapagini  Fan hizini ayarlayin. Kisisel bilgisayar gui¢
strekli ve diizgln bir kapatin. anahtarini kapatin.
sekilde aktigindan emin

olun.

DiKKAT

1. Hortum icinde hava kabarciklari olusursa, tamami
gidinceye kadar hortuma hafifge vurarak bu
kabarciklari yok edebilirsiniz.

2. Kurulum tamamlandiktan sonra, litfen hortumun

higbir yerinin biikiilmediginden emin olun.

Kisisel bilgisayar gli¢ anahtarini agin.

Su Deposu

Litfen su deposundaki su seviyesini diizenli olarak
kontrol edin. Sivi seviyesi alt seviyenin de
altindaysa, litfen kilavuzdaki sogutma sivisi
doldurmayaiiliskin 4 numarali kurulum adimini
izleyin. (Su seviyesinin ayda bir kez kontrol
edilmesi siddetle onerilir.)

Sistemde yer alan hortum bukilmemelidir.
Gerekirse, hortumu degistirin..

Sorular ve Yanitlar

S : Sogutma sivisi bitmek lGzere. Neler oluyor ve ne yapabilirim?

Y : Ana birimle génderilen performans sogutma sivisi su bazl bir malzemedir. Bu nedenle,
dogal olarak buharlasabilir. Kullanima ve gevre kosullarina bagh olarak sogutma sivisinin
azaltmasi normal bir durumdur. En iyi performansi elde etmek igin sogutma sivisini 6 ayda
bir degistirmeniz dnerilir.

S : Sistemi ne siklikta yeniden doldurmaliyim?

Y : Kullanima ve g¢evre kosullarina bagli olmakla birlikte, en iyi performansi elde etmek igin
sivi seviyesini ayda bir kez kontrol etmeniz siddetle dnerilir. Sivi seviyesi alt seviyenin de
altindaysa, litfen sogutma sivisi doldurmaya iliskin 4 numarah kurulum adimini izleyin.
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